
 広島大学大学院先端物質科学研究科 

    協力：半導体関連産業製造中核人材育成コンソーシアム 

     （広島大学、広島工業大学、岡山大学、広島市立大学 他） 

ＬＳＩ製造技術者 

 半導体製造プロセスと基本のデ
バイス／回路の両技術を習得して、
その接点領域で技術改革する能
力を有する人材。 

ＬＳＩ応用システム開発技術者 

 ＬＳＩとその応用システムの設計・
開発技術をソフトも含めて体系的に
習得し、特色あるシステム開発能力
を有する人材。 

ＬＳＩ設計技術者 

  ＬＳＩ設計、製造プロセス応用シ
ステムを連携学習をすることで総
合的な設計・開発力を有する人材。 

URL   http://www.hiroshima-u.ac.jp/ 

                adsm/hanjissen/index.html 

平成23年度 



将  来  の  あ  な  た 

 

高度専門職として職場での 

中核的な人材に 

開 設 科 目 

 半導体の基礎、プロセス、ＬＳＩ設
計方法、応用システムなど、半導
体に関わる総合的な知識と知恵 

（注）上記のほかＭＯＴ（技術経営）教育の受講もお勧めします。          
ＶＢＬＷｅｂサイト URL：http://www.hiroshima-u.ac.jp/vbl/index.html 

全１３科目開設。各科目では、半分以上実習を取り入れていますので、座学と実習の適度なバランス
により、学習の意欲と成果が一層増します。詳細情報は、URL:http://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/ 

を御覧ください。 

 ・ナノ精密計測評価 

 ・ＩＣプロセス設計と試作 

 ・デジタルインタフェース設計手法 

 ・電気回路の設計と評価 

 ・Ｃプログラム 

 ・ロボット設計など         

半導体に関連するすべてのスキル
を修得できます。 

どんなスキル 

何を学ぶの？ 

【 演習科目Ⅲ 】 ＬＳＩ 応用システム 

 ・集積システム序論   ＜広島工業大学で開講＞ 

 ・集積システム開発（メカトロシステム） 

 ・先端複合実装技術  ( 平成23年度休講） 

 ・プリント基板の低電磁雑音設計  

授 業 科 目 名 

【演習 科目Ⅰ 】 ＬＳＩ プロセス・デバイス 

 ・ＩＣ設計作成評価基礎   ＜広島工業大学で開講＞ 

 ・ＬＳＩ製造要素プロセス基礎編 

 ・ＬＳＩ製造プロセス応用編 

 ・半導体製造プロセスにおける分析・評価技術 

  

【演習 科目Ⅱ 】 ＬＳＩ 設計 

 ・デジタル上位設計・設計検証手法 ＜広島市立大学で開講＞ 

 ・高速デジタルインタフェース設計  (平成23年度休講） 

 ・アナログ回路の設計                

 ・アナログ回路の測定                

 ・ＲＦ回路の設計と測定              

半導体専門実践講座には              

養成する人材のタイプ（LSI製造技術者、LSI設計 

技術者、LSI応用システム開発技術者）に対応して、 

演習科目Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを組み合わせた３つのコースを 

用意しており、修了者には認定証が授与されます。  



授 業 内 容  

 実際に ＩＣ設計から作成、作成したチップの評価（検

査）までの基本的な工程を実習することにより、基本的
な集積回路の一貫した設計作成評価技術を体験学習す
る。この学習により、集積回路の前工程を体系的に学ぶ。 

ＩＣ設計作成評価基礎    【前・後期開講】 

ＬＳＩ製造要素プロセス基礎編
ＬＳＩ製造プロセス応用編 【前期開講】 

 MOSLSIデバイスの試作を通して、LSI を製造する要
素プロセス、例えば、リソグラフィ、エッチング、酸化・拡
散等の基礎物理を学び、さらに高度な最適な集積プロ
セス構築を行うための実践的技術を学ぶ。 

半導体製造プロセスにおける分析・評価技術 

                      【前期開講】 

 材料・プロセスにおける基礎物性・物理を踏まえた上
で、材料・プロセスの維持・管理に不可欠な物理分析
手法について、その測定原理と感度・適用範囲を、評
価事例を交えて解説する。また、各分析技術の特徴を
具体的に把握できるように、実習と組み合わせて講義
する。 

 大規模なデジタルシステムを新規に設計する時、全
体を見渡せることができるように、設計開発フローを学
習すると共に、回路設計に必要な仕様書の書き方、特
にアーキテクチャ設計と資料のまとめ方、テスト仕様書
の書き方を体系的に学ぶ。 

デジタル上位設計・設計検証手法  【前期開講】 

 プロセッサやメモリのクロック周波数や処理速度の増
加に伴い、データ転送の能力（バンド幅）の向上が要求
されている。CMOSデバイスによる高速のデジタル送受
信回路、同期回路、およびPCB上の伝送線路など高速
インタフェース回路に必要な設計、特性解析技術を講
義と実習により学ぶ。 

高速デジタルインタフェース設計                              

                 

 最新のCMOSのオペアンプ、AD変換器、DA変換器を
対象として、各回路の概要とDC特性、AC特性、トラン
ジェント特性など多様なアナログ回路の特性を学ぶ。実
習により各特性の理解、測定方法、測定器の使い方を
学び、これによりアナログICのカタログ仕様の読み方、
プロ的な使い方をノウハウを学ぶ。 

アナログ回路の測定   【平成２３年度休講】 

    

 CMOSデバイスによる１GHz以上の周波数のRF回路
（低雑音アンプ、ミキサー、VCO）の設計技術を実習に
より学ぶ。RF領域のMOSモデルを用いたデバイスの性
能を100%活用できる設計法を学ぶ。また、設計したRF
回路の特性を実測して、各特性の理解、測定方法、測
定器の使い方を学ぶ。 

ＲＦ回路の設計と測定      【前期開講】 

集積システム序論        【前期開講】 

集積システム開発(メカトロシステム） 
                     【前期開講】 

 具体的なロボットの実習を通じて（LSIを活用した）メカ
トロシステムを修得するのが本科目の目的である。電
磁把持付き移動ロボットを題材に、機構構想・制御設計
からプログラミング・評価までのプロセスを実体験する
と共に、将来ロボットを構想することで、設計する、創造
するシステム力を学ぶ。 

先端複合実装技術    【平成２３年度休講】 

  LSIの実装技術は多様化し、高度化し、チップ製作技
術と両輪として重要になっている。特に三次元集積化
技術は、次世代先端技術として世界中で注目されてい
るが、これら複合実装技術について基礎から先端まで
を学ぶ。さらに、実際のLSI実装工程の製造実習を通し
て、技術の理解を深める。 

 CMOSによる高精度アナログ回路の設計技術の基礎
から先端を講義と実習を学ぶ。微細化CMOSで高SN特
性の実現に適したΔ Σ AD変換器を題材にして、MATLab
モデルシミュレーションにより機能設計を行う。また回路
シミュレーション（Spectre）により､CMOSアンプ、積分回
路、コンパレータの設計を学ぶ。 

アナログ回路の設計      【後期開講】 

 「高速・高周波を伴う半導体LSI」の設計の際に考慮す
べき電源供給系のノイズ制御法の基礎知識、またプリ
ント基板への実装を考慮したパッケージ設計実現を目
的とした基礎知識を学ぶ。特に電源系の高周波電気特
性を象徴する１次元および２次元の分布定数系の共振
現象と、その制御方法を学ぶ。 

プリント基板の低電磁雑音設計   【前期開講】 

 LSIの一般的な知識（半導体の性質、アナログ及びデ
ジタル回路設計）、実習形式によるVerilog-HDLを用い
たデジタル回路設計、プリント基板設計における基本
的な知識、評価に関連する知識等、集積システム開発
の手法を学ぶ。 

演習科目Ⅱ 

演習科目Ⅲ 

演習科目Ⅰ 

 【平成２３年度休講】 

於：広島工業大学 

於：広島市立大学 

於：広島工業大学 

（各授業科目は、2単位です。） 



◇ 広島大学 東広島キャンパス  （主会場）  （特に断りのない科目は、広島大学において開講） 

◇ 広島市立大学 （広島市安佐南区）    

◇ 広島工業大学 （広島市佐伯区）  （ただし、「IC設計作成評価基礎」の実習の一部は北九州市の 

    施設を利用して、実施します。また、施設使用料及び実習に係る経費を負担していただきます。） 

 
       

 

  
     

       

   
 

   
     

◇ 半導体専門実践講座を受講する場合の受講方法、受講資格及び必要経費は、次のとおりです。 
 
  １．受託研修生 
 
  ＜受講方法＞ 受託研修生として、希望する授業科目の全部（15回）又は一部を選択して受講できます。 

     また、複数の科目を選択して受講できます。 

      ただし、講義・実習内容には一連の流れがありますので、できるだけ全部（15回）を通して受講され 

     ることをお勧めいたします。 

  ＜受託研修生になるための資格＞ 大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者で、本研 

     究科において 受託研修生として適当と認めたもの 

  ＜必要経費＞  １回（90分）  ４，０００円 （例：15回受講の場合 ６０，０００円） 
          

  ２．科目等履修生 
 
   ＜受講方法＞  科目等履修生として入学した上で、希望する授業科目の開設期間を通して受講し、単 

      位の認定が受けられます。 

       また、半導体専門実践講座のコースで設定した科目を履修した場合は、コースの認定証が授与 

     されます。ただし、学位の取得はできません。 

  ＜科目等履修生となるための資格＞ 大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者で、本 

     研究科において科目等履修生として適当と認めたもの 

  ＜必要経費＞  一人当たり  検定料  ９，８００円、   入学料  ２８，２００円 

              授業料    （２単位の科目）  ２９，６００円  

               （例：２単位の科目を１科目受講の場合 67,600円／２科目受講の場合 97,200円 ）  

 

   ○１及び２どちらも 実験・実習等に要する経費は、必要に応じて負担していただくことがあります。 
 
◇ この講座は、広島大学大学院先端物質科学研究科（博士課程前期）半導体集積科学専攻の 
 「半導体専門実践教育プログラム」としても開講しておりますので、同専攻の学生と一緒に受講 
  することになります。 

広島大学大学院 先端物質科学研究科     担当 ： 運営支援グループ 遠部（おんべ）  

住所  ： 〒 739 - 8530       東広島市鏡山１－３－１  

TEL   ： 082-424-5172      FAX ： 082-424-7000 
E-mail ： tchprosm@hiroshima-u.ac.jp 

受講方法・受講資格・必要経費（受講料など） 

 ◇ 前期開講科目  平成２３年 ５月 １３日（ 金 ）             

 ◇ 後期開講科目  平成２３年 ８月 ３１日（ 水 ） 

◇ 受講をご希望の方、詳細をお知りになりたい方は、下記Ｗｅｂサイトをご覧いただくか、 

  問い合わせ先までご連絡ください。なお、団体での受講を希望される場合は、別途ご 

  相談ください。 

申込締切 

開講場所 

 Ｗｅｂサイト  URL:  http://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/hanjissen/index.html 

お問い合わせ先 ・ 申込方法 


